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(57) Abstract 

The invention relates to a method for the parallel handling 
of a plurality of circuit chips (8) which, in a first configuration 
that corresponds to the configuration of the same in the original 
interconnected wafers, are arranged on the surface of an auxiliary 
support (6). According to the invention, the plurality of circuit 
chips (8) are received by a plurality of receiving devices (10). The 
plurality of receiving devices (10) with the received circuit chips 
(8) is simultaneously moved to one or more supports (20) in such a 
way that, at the same time as the movement, the first configuration 
of the circuit chips (8) is changed into a second configuration 
which differs from the first configuration. The circuit chips (8) in 
the second configuration are then placed on the support(s) (20). 

(57) Zusammenfassung 

Bei einem Verfahren zur parallelen Handhabung einer 
Mehrzahl von Schaltungschips (8), die in einer ersten Anord- 
nung, die der Anordnung derselben im urspriing lichen Waferver- 
bund entspricht, auf der Oberflache eines Hilfstragers (6) angeord- 
net sind, wird die Mehrzahl von Schaltungschips (8) durch eine 
Mehrzahl von Aufnahmeeinrichtungen (10) aufgenommen. Die 
Mehrzahl von Aufnahmeeinrichtungen (10) mit den aufgenomme- 
nen Schaltungschips (8) wird gleichzeitig zu einem oder mehreren 
Tragern (20) bewegt, derart, dafi gleichzeitig mit der Bewegung 
die erste Anordnung der Schaltungschips (8) in eine zweite, von 
der ersten Anordnung verschiedene Anordnung geandert wird. 
Dann werden die Schaltungschips (8) in der zweiten Anordnung 
auf dem oder den Tragern (20) plaziert. 
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Verfahren zur Handhabung einer Mehrzahl von Schaltungschips 

Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf die parallele 
Handhabung einer Mehrzahl von Schaltungschips , und insbe- 
sondere eine gleichzeitige parallele Handhabung einer Mehr- 
zahl von Schaltungschips mittels einer Mehrzahl von Aufnah- 
meeinr ichtungen • 

Durch die Entwicklung von kontaktbehaf teten und kontaklosen 
Chipkarten sowie kontaktlosen elektronischen Etiketten hat 
sich ein vollig neuer und schnell wachsender Markt fur elek- 
tronische Mikro-Systeme mit neuen Anf orderungen ergeben. In- 
tegrierte Schaltungen werden nicht mehr lediglich in GroBge- 
rate oder auch Handsysteme eingebaut, sondern sozusagen 
"nackt" in Chipkarten oder elektronische Etiketten. Die 
elektronischen Etiketten stellen derzeit als sogenannte 
"Wegwerf elektronik" das Ende dieser Entwicklung dar. Eine 
derartige Wegwerf elektronik erfordert preisgiinstige Chips 
bzw. integrierte Schaltungen. Urn derartige preisgiinstige 
Chips realisieren zu konnen, sind insbesondere Verfahren fur 
eine preisgiinstige Massenf ertigung notwendig. 

Eine preisgiinstige Massenf ertigung ist nur realisierbar , 
wenn moglichst lange eine parallele Fertigung einer Vielzahl 
von Schaltungschips im Waf er-Verbund durchgefiihrt wird. So- 
mit wird ublicherweise die in einem Schaltungschip enthal- 
tene integrierte Schaltung f ertiggestellt , wahrend der 
Schaltungschip noch im Waferverbund mit anderen Schaltungs- 
chips angeordnet ist. Erst nach Fertigstellung der inte- 
grierten Schaltungen werden die Wafer in die einzelnen 
Schaltungschips vereinzelt. 

Nach der Vereinzelung der Halbleiterwaf er in den einzelnen 
Schaltungschips miissen diese gehandhabt werden, urn dieselben 
an ihrem endgliltigen Bestimmungsort , d.h. auf dem Schal- 
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tungssubstrat, zu positionieren. Nach dem Vereinzeln der 
Schaltungschips sind diese liblicherweise noch im Pseudo-Wa- 
ferverbund auf einem Hilf ssubstrat angeordnet. Pseudo-Waf er- 
verbund heiflt, daB die Schaltungschips noch in der Anordnung 
und Beabstandung des ursprunglichen Waf erverbunds positio- 
niert sind, jedoch durch Trennfugen voneinander getrennt 
sind. liblicherweise wird nun zur weiterverarbeitung jeweils 
ein einzelner Schaltungschip mittels einer Greif vorrichtung 
von dem Hilf ssubstrat entnommen und mittels der Greifvor- 
richtung fur die weitere Bearbeitung gehandhabt. 

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein 
Verfahren zu liefern, das auch nach der Vereinzelung von 
Schaltungschips aus dem Waferverbund eine parallele Weiter- 
behandlung ermoglicht. 

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren gemaB Patentanspruch 
1 gelost. 

Die vorliegende Erfindung schafft ein Verfahren zur paral- 
lelen Handhabung einer Mehrzahl von Schaltungschips, die in 
einer ersten Anordnung, die der Anordnung derselben im ur- 
sprunglichen Waferverbund entspricht, auf der Oberflache ei- 
nes Hilfstragers angeordnet sind. Zunachst wird eine Mehr- 
zahl von Schaltungschips durch eine Mehrzahl von Aufnahme- 
einrichtungen aufgenommen. Nachfolgend die Mehrzahl von Auf- 
nahmeeinrichtungen mit den auf genommenen Schaltungschips 
gleichzeitig zu einem oder mehreren Trager bewegt, derart, 
da£ gleichzeitig mit der Bewegung die erste Anordnung der 
Schaltungschips in eine zweite, von der ersten Anordnung 
verschiedene Anordnung geandert wird. Die Schaltungschips 
werden dann auf dem oder den Tragern plaziert. 

Vorzugsweise definiert die erste Anordnung der Schaltungs- 
chips erste Beabstandungen zwischen denselben, wahrend die 
zweite Anordnung zweite Beabstandungen zwischen denselben 
festlegt, wobei die ersten Beabstandungen kleiner als die 
zweiten Beabstandungen sind. Als Auf nahmeeinrichtungen sind 
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beliebige Einrichtungen denkbar, die jeweils geeignet sind, 
einen Schaltungschip zu halten, wobei beispielsweise eine 
magnetische Kupplung, eine elektrostatische Kupplung oder 
eine Unterdruckkupplung verwendet werden kann. Ferner konnen 
Auf nahmeeinrichtungen verwendet werden, die mit einer Haft- 
schicht versehen sind. Vorzugsweise werden die Schaltungs- 
chips jeweils von dem Hilfstrager gelost, indem Energie zu 
der Verbindungsstelle zwischen Hilfstrager und Schaltungs- 
chip zugefuhrt wird. 

Bei dem oder den Tragern, auf die die Schaltungschips aufge- 
bracht werden , kann es sich um einen weiteren Hilfstrager 
handeln, bzw. um die Schaltungssubstrate, auf denen die 
Schaltungschips fur ihre endgultige Bestimmung verbleiben 
sollen. Handelt es sich bei den Tragern um die Schaltungs- 
substrate, konnen die Schaltungschips gleichzeitig mit dem 
Plazieren derselben auf den Schaltungssubstraten beispiels- 
weise durch Erwarmen der Auf nahmeeinrichtungen direkt auf 
diesen Schaltungssubstraten Flip-Chip-gebondet werden, Dabei 
sind auch andere Bondverf ahren oder Klebeverf ahren durch- 
f iihrbar . 

Die vorliegende Erfindung beseitigt somit Nachteile des 
Stands der Technik, bei der die Schaltungschips nach der 
Vereinzelung derselben einer Einzelprozessierung unterworfen 
werden, wodurch die vorliegende Erfindung eine schnellere 
Fertigung ermoglicht. Indem gleichzeitig mehrere Schaltungs- 
chips aus dem Pseudo-Waf erverbund gelost werden, laJ3t sich 
die Prozefidauer verringern. Beispielsweise konnen jeweils 
gleichzeitig Gruppen, beispielsweise 10 x 10 Schaltungs- 
chips, oder Reihen von Schaltungschips mittels des erfin- 
dungsgemaBen Verfahrens von einem Hilfstrager entfernt und 
mit einer groBeren Beabstandung zwischen denselben auf ein 
Substrat aufgebracht werden. 

GemaB der vorliegenden Erfindung werden gleichzeitig mehrere 
Greifkopfe verwendet, die eine Querschnittf lache aufweisen, 
die kleiner oder gleich der Flache der zu handhabenden 
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Schaltungschips ist. Diese Mehrzahl von Greifkopfen wird 
elektronisch gesteuert, um dieselbe auf einer Gruppe von 
Schaltungschips zu plazieren r woraufhin die Schaltungschips 
von dem Hilf ssubstrat abgelost werden. Die einzelnen Greif- 
kopfe sind uber eine Handhabungsvorrichtung derart steuer- 
bar, daB dieselben nach dem Aufnehmen der Schaltungschips 
facherformig auseinandergef lihrt werden konnen. Nachfolgend 
konnen die einzelnen Schaltungschips parallel, d.h. gleich- 
zeitig, oder sequentiell auf den jeweiligen Tragern, d.h. 
dem Schaltungssubstrat flir die endgiiltige Bestimmung, das 
die zur Kontaktierung des Schaltungschips erf orderlichen 
elektrischen Kontakte aufweist, plaziert, d.h. gebondet oder 
geklebt, werden. 

Bevorzugte Ausf uhrungsbeispiele der vorliegenden Erfindung 
werden nachfolgend bezugnehmend auf die beiliegenden Zeich- 
nungen naher erlautert. Es zeigen: 

Fig. la und lb schematische Darstellungen zur Veranschau- 

lichung des erf indungsgemaflen Verfahrens. 

In Fig. la ist eine Mehrzahl von Schaltungschips 2 gezeigt, 
die uber eine Haftschicht 4 an einem Hilf ssubstrat 6 ange- 
bracht sind. Die Schaltungschips 2 sind flachig liber der ge- 
samten Hauptoberf lache des Hilf ssubstrats 6 angeordnet. 

Zunachst soli kurz erlautert werden, wie die in Fig. la ge- 
zeigte Struktur aus Hilf ssubstrat 6 und Schaltungschips 2 
erreicht werden kann. Dabei wird zunachst von einem Halb- 
leiterwafer ausgegangen, wobei in einer Hauptoberf lache des- 
selben integrierte Schaltungen gebildet sind. In dieser 
Hauptoberf lache des Halbleiterwaf ers wird nachfolgend eine 
Grabenstruktur erzeugt, die die Umrisse der zu vereinzelnden 
Schaltungschips festlegt, wobei die Tiefe der Grabenstruktur 
die Dicke der Schaltungschips definiert. Nachfolgend wird 
diese Oberf lache des Halbleiterwaf ers , in der die Graben- 
struktur gebildet ist, beispielsweise mittels einer Haft- 
schicht 4 auf ein Hilf ssubstrat 6 aufgebracht. Nachfolgend 
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wird der Halbleiterwaf er von der Ruckseite her bis zu der 
Unterseite der Grabenstruktur gedunnt, wodurch sich die in 
Fig. la gezeigte Struktur ergibt, bei der die einzelnen 
Schaltungschips durch die Grabenstruktur 8 vereinzelt sind. 
Zur Handhabung dieser vereinzelten Schaltungschips gemaB der 
vorliegenden Erfindung wird nun eine Mehrzahl von Greifkop- 
fen 10 benachbart zu einer Mehrzahl von Schaltungschips 8 
positioniert . In Fig. la sind zur Veranschaulichung sechs 
Greifkopfe 10 gezeigt. Diese Greifkopfe konnen in einer Rei- 
he angeordnet sein oder eine flachige Matrix von beispiels- 
weise 6x6 Greifkopfen zum gleichzeitigen Aufnehmen von 36 
Schaltungschips bilden. Die Greifkopfe konnen die Schal- 
tungschips mittels einer beliebigen geeigneten Technik auf- 
nehmen, beispielsweise durch magnetische Anziehung, durch 
elektrostatische Anziehung oder durch eine Anziehung mittels 
Unterdruck. Alternativ konnen die Greifkopfe 10 auf der 
Oberflache, die mit den Schaltungschips 8 in Berlihrung 
kommt, eine Haftschicht aufweisen. 

Urn nun die Schaltungschips 8 von dem Hilf ssubstrat 6 abzu- 
losen, wird mittels geeigneter Vorrichtungen 12 Energie zu 
den Verbindungsstellen zwischen den Schaltungschips 8 und 
dem Hilf ssubstrat 6 zugefiihrt. Bei bevorzugten Ausf iihrungs- 
beispielen wird zu diesem Zweck ein LaserbeschuB der Verbin- 
dungsstellen durchgefuhrt . Alternativ kann eine Ultraschall- 
bestrahlung oder eine Warmebehandlung erfolgen, um die Ver- 
bindung zwischen den Schaltungschips 8 und dem Verbindungs- 
substrat 6 zu losen. Daneben kann die Verbindung zwischen 
den Schaltungschips 8 und dem Hilf ssubstrat 6 auch durch 
eine Ultraviolett-Licht-Bestrahlung gelost werden. Eine wei- 
tere Moglichkeit zum Ablosen des Schaltungschips besteht 
darin, diese naBchemisch von dem Hilf ssubstrat 6 zu losen, 
indem iiber eine Kanlile lokal Losungsmittel zugefiihrt wird. 
Dariiberhinaus konnen die Schaltungschips auch trockenche- 
misch durch lokales Erzeugen eines Plasmas von dem Hilfssub- 
strat 6 gelost werden. Dieses Ablosen kann, wie in Fig. la 
gezeigt ist, jeweils lokal durch eine Mehrzahl geeigneter 
Vorrichtungen 12 erfolgen. Alternativ kann nur eine Vorrich- 
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tung vorgesehen sein, durch die gleich2eitig alle Schal- 
tungschips, an denen Greifkopfe 10 angeordnet sind, von dem 
Hilf ssubstrat 6 gelost werden. 

Obwohl die Vorrichtung bzw. die Vorrichtungen 12 in Fig. la 
derart angeordnet ist bzw. sind, daB die Energie von der 
Riickseite des Hilf ssubstrats 6 her zugefiihrt wird, ist es 
fur Fachleute of f ensichtlich, daB diese Energie beispiels- 
weise auch von der Seite oder mittels der Greifkopfe 10 
selbst zugefiihrt wird. 

Alternativ konnen die Schaltungschips mittels elektrostati- 
scher oder magnetischer Kupplungen an dem Hilf ssubstrat ge- 
halten sein. Ferner ist es moglich, die Schaltungschips mit- 
tels Unterdruck an dem Hilf ssubstrat zu halten. In diesen 
Fallen ist es jeweils nur notwendig, den jeweiligen Halteme- 
chanismus abzustellen, urn die Schaltungschips von dem Hilfs- 
substrat abzulosen . 

Die Greifkopfe 10 sind mit einer Positionierungseinrichtung 
eines Chiphandhabungssystems verbunden. Die Positionierungs- 
einrichtung kann einen beliebigen in der Robotertechnik be- 
kannten Aufbau aufweisen, solange dieselbe in der Lage ist, 
die Mehrzahl von Greifkopfen 10 zu steuern, um ein Umsetzen 
der Schaltungschips 8 unter einer gleichzeitigen Auffache- 
rung der Beabstandung zwischen denselben durchzuf Iihren . Dies 
geschieht, indem die Positionierungsvorrichtung die Greif- 
kopfe 10 derart bewegt, wie es durch den Pfeil 14 zwischen 
Fig. la und lb gezeigt ist. 

Die von dem Hilf ssubstrat 6 abgelosten Schaltungschips 8 
sind an den Greifkopfen 10 gehalten und werden zusammen mit 
den Greifkopfen 10 durch die Positionierungseinrichtung be- 
wegt. In Fig. lb ist dargestellt, wie die Schaltungschips 8 
nachfolgend durch die Positionierungseinrichtung mit einem 
vergroBerten Abstand zwischen denselben auf den Schaltungs- 
substraten, auf die dieselben fur den bestimmungsgemaBen Ge- 
brauch gebondet werden sollen, plaziert werden. Diese Schal- 
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tungssubstrate sind in Fig. lb als Substratverbund 2 0 dar- 
gestellt, wobei in Fig. lb ferner Trennlinien 22 gezeigt 
sind, an denen diese Substrate spater vereinzelt werden. 
Gleichzeitig mit dera Aufsetzen der Schaltungschips 8 mittels 
der Greifkopfe 10 auf den Substraten des Substratverbunds 2 0 
kann ein Bonden der Schaltungschips 8 mit auf den Schal- 
tungssubstraten angeordneten Bondpads erfolgen, beispiels- 
weise durch die Herstellung einer Flip-Chip-Verbindung . 
Hierzu sind Einrichtungen 2 4 vorgesehen, urn ein solches Bon- 
den unter Zufiihrung von Energie zu ermoglichen. Die Einrich- 
tungen 24 konnen auch in die Greifkopfe 10 integriert sein. 
Andernfalls konnen Haftflachen auf den Schaltungssubstraten 
vorgesehen sein, auf die die Schaltungschips 8 geklebt wer- 
den. 

Die vorliegende Erfindung schafft somit ein Verfahren zur 
Handhabung einer Mehrzahl von Schaltungschips, das eine 
schnelle und kostenef f iziente Fertigung von beispielsweise 
elektronischen Etiketten ermoglicht. Somit ermoglicht die 
vorliegende Erfindung Massenf ertigungsverf ahren fur derar- 
tige elektronische Etiketten, indem gleichzeitig eine Mehr- 
zahl von Schaltungschips von einem Hilfstrager abgelost 
wird, die Beabstandung zwischen den Schaltungschips geeignet 
aufgefachert wird, und die Schaltungschips beispielsweise in 
der Ausnehmung eines isolierenden Substrats, auf dem eine 
Antenneneinrichtung vorgesehen ist, plaziert werden. 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zur parallelen Handhabung einer Mehrzahl von 
Schaltungschips (8) f die in einer ersten Anordnung, die 
der Anordnung derselben im ursprlinglichen Waferverbund 
entspricht, auf der Oberflache eines Hilfstragers (6) 
angeordnet sind, mit folgenden Schritten: 

Aufnehmen der Mehrzahl von Schaltungschips (8) durch 
eine Mehrzahl von Auf nahmeeinrichtungen (10); 

gleichzeitiges Bewegen der Mehrzahl von Auf nahmeein- 
richtungen (10) mit den auf genommenen Schaltungschips 
(8) zu einem oder mehreren Tragern (20), derart, daI3 
gleichzeitig mit der Bewegung die erste Anordnung der 
Schaltungschips (8) in eine zweite f von der ersten An- 
ordnung verschiedene Anordnung geandert wird; und 

Plazieren der Schaltungschips (8) in der zweiten An- 
ordnung auf dem oder den Tragern (20). 

2. Verfahren gemaB Anspruch 1, bei dem die erste Anordnung 
erste Beabstandungen zwischen jeweiligen Schaltungs- 
chips (8) festlegt, und bei dem die zweite Anordnung 
zweite Beabstandungen zwischen den jeweiligen Schal- 
tungschips ( 8 ) festlegt . 

3. Verfahren gemaB Anspruch 2, bei dem die ersten Beab- 
standungen kleiner sind als die zweiten Beabstandungen. 

4. Verfahren nach einem der Ansprliche 1 bis 3, bei dem die 
Aufnahme eines jeweiligen integrierten Schaltungschips 
(8) durch eine jeweilige Auf nahmeeinrichtung (10) durch 
eine magnetische Kupplung, eine elektrostatische Kupp- 
lung, eine Unterdruckkupplung oder durch eine Haft- 
schicht auf einer jeweiligen Auf nahmeeinrichtung (10) 
bewirkt wird. 
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5. Verfahren nach einem der Ansprliche 1 bis 4, bei dem die 
jeweiligen Schaltungschips (8) durch Zufuhr von Energie 
zu der Verbindungsstelle zwischen Hilfstrager (6) und 
Schaltungschip (8) von dem Hilfstrager (6) gelost wer- 
den, wenn dieselben von den jeweiligen Auf nahmeeinrich- 
tungen (10) auf genommen werden. 
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Fig. 1b 
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